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硅片晶圆供货服务
项目背景
采购人课题组主要从事科学研究。硅片晶圆是半导体制造的基础材料。为保证工艺研究中实验衬底的实际需求，根据政府采购的有关规定，拟通过公开招标的方式确定1家合格实验晶圆定点供用服务商，本次招标不对具体项目实施招标。具体到每次工作任务和具体项目的采购，采购人将根据供应商的特点、实施能力、所报价格、服务态度、服务方案、制造工艺、人员安排等因素，确定最终服务供应商完成。

（一）技术要求：
[bookmark: _Hlk179270748]1.1 投标人所供硅片晶圆满足以下指标要求，其中8吋单抛硅片晶圆的数量为3500片。
1.1.1指标要求：
	序号
	项目
	要求

	1
	尺寸
	8吋

	2
	生长方式
	直拉法

	3
	P/N类型/掺杂
	P/硼

	4
	晶向
	100±0.5 deg

	5
	厚度
	725±25 μm

	6
	直径
	200±0.2 mm

	▲7
	电阻率
	0.5-100 ohm.cm

	★8
	翘曲度
	≤ 25μm

	★9
	弯曲度
	≤ 25μm

	★10
	整体厚度变化
	≤ 2 μm

	11
	电阻率均匀性
	≤15%

	12
	腐蚀坑密度
	＜100 ea/cm2

	13
	氧含量
	＜17 ppma

	14
	碳含量
	＜0.5 ppma

	15
	主边晶向
	<110>±1 deg

	16
	主边长度
	Notch

	17
	平整度
	≤4 μm

	18
	局部平整度
	≤2(20mm*20mm pμa≥100%) μm

	★19
	粗糙度
	＜0.5 nm

	20
	少子寿命
	≥70 μ sec

	21
	表面形态
	镜面抛光

	22
	背面形态
	刻蚀

	23
	参考面类型
	Semi Notch No Flat(SNNF)

	★24
	颗粒
	≤30 EA/W@0.09 μm

	25
	倒角状态
	抛光

	▲26
	金属污染（钠、镁、铝、钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、钼、钨、铅）
	＜5x1010 at/cm3

	27
	裂痕
	无

	28
	缺角
	无

	29
	划伤/伤痕
	无

	30
	其他损伤
	无

	31
	包装
	25片一盒，100级清洁真空包装



1.2 投标人所供硅片晶圆满足以下指标要求，其中8吋双抛硅片晶圆的数量为700片。
1.2.1指标要求：
	序号
	项目
	要求

	1
	尺寸
	8吋

	2
	材料
	双面抛光

	3
	生长方式
	直拉法

	4
	P/N类型/掺杂
	P/硼

	5
	晶向
	100±0.5 deg

	6
	厚度
	725±25 μm

	7
	直径
	200±0.2 mm

	▲8
	电阻率
	1-100 ohm.cm

	★9
	翘曲度
	≤ 30 μm

	★10
	弯曲度
	≤ 10 μm

	★11
	整体厚度变化
	≤ 1 μm

	★12
	表面平坦度质量比(25mm*25mm) 
	≤ 0.05 μm

	★13
	粗糙度
	≤ 1.5 nm

	★14
	颗粒
	≤5 EA/W@ 0.12 μm及以上

	15
	参考面类型
	Semi Notch No Flat(SNNF)

	16
	表面
	镜面抛光

	17
	背面
	镜面抛光

	18
	裂痕
	无

	19
	缺角
	无

	20
	划伤/伤痕
	无

	21
	其他损伤
	无

	22
	包装
	25片一盒，清洁真空包装


1.3 投标人所供硅片晶圆满足以下指标要求，其中12吋硅片晶圆的数量为4000片。
1.3.1指标要求：
	序号
	项目
	要求

	1
	尺寸
	12吋

	2
	材料
	双面抛光

	3
	P/N类型/掺杂
	P/硼

	5
	厚度
	775±15 μm

	6
	直径
	300±0.2 mm

	▲7
	电阻率
	0.5-100 ohm.cm

	8
	V槽深度
	1+0.25,-0.00 mm

	9
	V槽晶向
	<110>±1or<100>±1

	10
	V槽角度
	90+5,-1 Deg

	★11
	翘曲度
	≤ 50 μm

	★12
	弯曲度
	≤ 50 μm

	★13
	整体厚度变化
	≤ 15 μm

	★14
	颗粒
	≤20 EA/W@0.12 μm

	▲15
	表面金属污染物：钠、铝、钙、钾
	≤1 E10 at/cm2

	▲16
	表面金属污染物：铁、铬、铜、镍、锗
	≤1 E10 at/cm2

	★17
	粗糙度
	＜ 2 nm

	18
	参考面类型
	Semi Notch No Flat(SNNF)

	19
	表面
	镜面抛光

	20
	背面
	镜面抛光

	21
	裂痕
	无

	22
	缺角
	无

	23
	划伤/伤痕
	无

	24
	其他损伤
	无

	25
	包装
	25片一盒，100级清洁真空包装




2.供货质量服务
投标人提供的不同规格的硅片晶圆技术标准等各项要求必须符合国家技术法规的规定，同时不低于所需硅片晶圆技术质量标准。
2. 1 硅片晶圆的外观要求：硅片表面不应有裂痕、裂纹、崩边、缺口、孔洞等缺陷，不应有异常斑点、沾污等污染。
2. 2 硅片晶圆的尺吋要求：硅片的直径、厚度、TTV等指标应在规定范围内。
2. 3 硅片晶圆的性能要求：硅片的掺杂类型、晶向、电阻率、金属含量、颗粒数含量等指标应在规定范围内。
2. 4 硅片晶圆的包装要求：投标人应根据材料特点进行包装，使其防震、防水、防潮等，确保硅片的完整性和质量，包装费用由投标方承担，因任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等责任，由投标方承担。
▲2.5供货验收的检测报告或合格证必须包含技术指标检测结果或测试报告。

（二）商务要求：
3.1 货物名称
3.1.1  8吋单抛硅片晶圆；
3.1.2  8吋双抛硅片晶圆；
3.1.3  12吋硅片晶圆。
3.2 硅片晶圆供货地点、供货方式和时间、供货数量
3.2.1 供货地点：本单位项目指定地点。
3.2.2 供货方式和时间：在合同签订时间内不定时根据采购人需求送货上门。 
3.2.3 供货数量：不定量，按单次订单实际供应量计算。
★3.3 报价方式
投标人均需以下浮比例进行报价，参考基数为普通8吋单抛硅片晶圆单片价格300元、8吋双抛硅片晶圆单片价格1500元和12吋硅片晶圆单片价格500元。所有品目需单项报价，任一项不报价的投标将被拒绝。投标人需按照要求在分项报价表中逐一详细列出每个品目的下浮比例。
★3.4 结算方式
货款按单次送货单结算，在办理付款手续之前，双方须对供应货物的品种、数量、单价、金额等进行统计，并经采购人核实无误后，中标人凭单次送货单以及国家增值税发票以及验收合格报告向采购人申请付款，采购人在收到发票后30日内将货款以转账方式付给中标人。
3.5 供货方负责的工作和服务保证
3.5.1中标人供货的质量必须符合技术要求标准，如因硅片晶圆存在质量问题，采购人有权要求退货处理，供应商应无异议。如中标人供货期内出现二次硅片晶圆不符合技术标准的视为中标人违约，采购人有权终止合同，并由投标人无条件退还已付款余额。
3.5.2 负责按采购人要求的数量、规格供应，保持适当库存，须有良好的仓储及供货条件；如果造成采购人用量中断，将视为违约（不可抗力情况除外）。
3.5.3 当采购人提出实验晶圆采购需求时，中标人须应采购人要求在供货时间内安排供货。
3.5.4 投标人须提供详细的质量保证措施和售后服务承诺。免费提供技术支持热线电话等服务。
3.5.5 如投标人针对本项目有更优惠的服务承诺和对于采购人的配合有特殊要求，请在投标文件中列明。
3.6服务期
合同签订之日起至2025年12月31日

